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Dynatex DTX-200 by CLT

Glastrennverfahren mit StreetSmart Breaker

Seit liber 170 Jahren setzt Corning sein unvergleichliches Fachwissen in den Bereichen Glas, Keramik
und optische Physik ein. Jetzt nutzt Corning Laser Technologies (CLT) seine mehr als 20-jdhrige
Erfahrungin der Prazisionslaserbearbeitung mit der 60-jahrigen Erfahrung von Dynatex International
in der Vereinzelung von Glaswafern.

Die CLT400S-WD isteine Maschine speziell fiir die nanoPerforation von Glaswafern bei unvergleichlichen
Geschwindigkeiten (bis zu 500 mm pro Sekunde). Die einzigartige nanoPerforationstechnologie
von CLT modifiziert diefesamte Glasdicke (0,1 mm bis 2,0 mm) in einem einzigen Durchgang und
ermoglicht anschlieBend hochwertige Briiche mit der DTX-200.

Funktionalitat:

Fiir hohe Prazision und groRe Stiickzahlen:

« Aufrechterhaltung der internen Kontrolle tiber
die Verarbeitung von beschichtetem und unbe-
schichtetem Glas, indem Glasscheiben vor oder
nach dem Auftragen einer empfindlichen Beschich-
tung getrennt werden, ohne Kontakt an den emp-
findlichen oder aktiven Bereichen der Gerate

« Sicherstellung eines wiederholbaren Prozesses,
der auch bei steigender Nachfrage eine hohe
Produktionsmenge ermoglicht

Zur Anwendung in Forschung und Entwicklung
sowie in der Pilotproduktion von biomedizinischen
Geraten auf Glasbasis:

« Das Glas muss nicht mehr von Hand gebrochen
werden. Dies fiihrt zu glatten, geraden Kanten und
damit zu einheitlichen Produktionsergebnissen.
Reduzierung des Personalaufwands, Senkung der
Produktionskosten sowie Effiziensteigerungen run-
den unser Produkt ab

« Hochgradig skalierbarer Trennprozess, der einen
nahtlosen Wechsel zwischen Massenfertigung und
F&E ermoglicht




Verfugbares Glas-Substratmaterial:

Borosilikatglas
Geschmolzenes Quarzglas
Einfaches und gestapeltes Glas

Merkmale:

Vollautomatische Verarbeitung; oder bedienergesteuerte Verarbeitung

Verarbeitung von Wafern bis zu 200 mm und kleinen Teilen
Interaktiver/Assistentenmodus fiir bedienergesteuerte Sequenzierung/Bearbeitung
Mehrere Brucharten/Baugruppen verfligbar

Benutzerfreundliche GUI mit Touchscreen-Bedienung fiir einfache Handhabung
Integrierte Scribe & Break-Module verfligbar

Anwendungen:

Wafer-basiertes Glas fiir Halbleiterbauelemente/optische Systeme

RFICs

Si-Photonics IlI-V Chips

Laserdioden-Cleaving und Matrix-Bar-to-Die-Trennung

Optoelektronische Bauelemente (Fotodioden, Modulatoren usw.)

MEMS und biomedizinische Gerate mit empfindlichen Strukturen/Beschichtungen
LED-Trennung (typischerweise Break-Only-Anwendung)

Technische Spezifikationen:

Elektrischer Anschluss 100/120 VAC 20 A oder 220/240 VAC 10 A, 50/60 Hz
Umgebungsbedingung 21° C+/-6° C,50% +/-10% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Hohe 1.981mm

Breite 1.448 mm

Tiefe 1270 mm

Ka pazitét bis zu 200 mm quadratische oder runde WafergroRen

Brechu ngszeit ~0,75 bis 1,5 Sekunden pro Bruch
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Fiir weitere Information wenden Sie sich an:
Corning Laser Technologies GmbH
Robert-Stirling-Ring 2

82152 Krailling / Germany

Tel: +49 89 / 899 48 28-0

E-Mail: CLT-info@corning.com
www.corning.com/lasertechnologies
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